
■高耐熱材料
・Ｌ－６７０５Ｃ（ＨＦ）

ニッカン工業株式会社製

Ｔｇ＝１７５℃（DSC法）
低熱膨張 ハロゲンフリー

・Ｒ－１７５５Ｓ
パナソニック株式会社製

Ｔｇ＝１７５℃（DSC法）
高スルーホール信頼性

■低熱膨張高弾性率
材料

・ＣＳ－３３５５Ｓ
Ｔｇ＝１５５℃（DMA法）

・ＣＳ－３３５６Ｓ(ＨＦ)
利昌工業株式会社製

Ｔｇ＝１８０℃（DMA法）
低熱膨張 高弾性率

■エポキシ系接着
シート他

ＩｏＴ対応
多層プリント配線板
キャビティタイプＡ

株式会社ちの技研

導体

高耐熱材料接着層

キャビティタイプＢ

接着層 低熱膨張材料

導体 ソルダーレジスト
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